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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留

意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所

（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以633,285,080为基数，向全体股东每10

股派发现金红利 2.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3
股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司目前的主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与

设计。主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片。公司产品满足工
业、车载、消费领域的应用需求，产品广泛适用于智能硬件、智能机器人、智能家电、智能物联
网、智能汽车电子、平板电脑、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组等多个产品市场。

（二）主要经营模式
采购及生产模式，公司采用Fabless模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装

和测试均通过委外方式完成。公司向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购
封装、测试服务。

销售模式，经由测试合格的芯片交给公司后，公司将芯片产品销售给方案商和整机厂
商。方案商采购芯片成品，经过二次开发后再销售给整机厂商，整机厂商生产各类终端电子
产品。

研发模式，公司坚持自主研发关键核心技术，择优整合行业成熟 IP资源，及时为目标市场
客户提供有特色竞争力的产品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时，进行下一代
产品的技术储备。

（三）经营情况
1.主要芯片产品的类别
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的定义，公司所处行业属于“C制造业-〉39计

算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司
所经营的产品和服务属于“65 软件和信息技术服务业-〉652集成电路设计”。根据《国家重点
支持的高新技术领域》的定义，公司所处的技术领域属于“一、电子信息-〉（二）微电子信息-〉
2 集成电路产品设计技术”。

2.国内外主要同行业公司
国内外主要同行业公司：联发科、晶晨股份、瑞芯微、星宸科技等。
3.主要芯片产品包的基础架构
公司一直致力于为客户提供系统级的SoC产品包，为了提高研发交付能力和加快产品迭

代速度，坚持不断建设和完善各种技术平台和产品平台，通过多年积累打造了4个平台:
（1）SoC设计平台：包括工艺技术平台(成熟工艺、先进工艺)、数模混合 IP、编解码及显示 IP

技术、SoC多核异构及总线，系统低功耗等技术。
（2）硬件系统平台：形成了SoC配套系列芯片，包括电源管理芯片、无线互联芯片、音频处

理芯片，以及完整的硬件系统设计，包括信号和电源完整性、热设计、可制造性设计的板级设
计技术。

（3）软件开发平台：提供RTOS/Linux/Android等多种操作系统平台的完整支持，以及国产
主流操作系统的生态适配；同时结合产品应用，形成了相应的中间件、应用软件交付。

（4）生态服务平台：针对服务赋能，提供了技术支持服务、开放合作生态和质量体系服务
等支撑功能，同时针对下游客户输出了高效的工具链支撑。

整个SoC产品包的基础架构示意图如下：

4.公司主要芯片产品下游应用领域及应用示例
产 品 大
类

智 能 终
端 应 用
处 理 器
芯片

产品
系列

A系列

F系列

H系列

R系列

T系列

TV系列

V系列

其他

主要型号产品

A33、
A100、A133、A133P、
A523、A527、A537、A733

F1C100S、F1C200S、
F133

H133、H313、
H616、H618、
H700、H713、H716、
H728

R16、R128
R328、R329、
R818、
MR133、MR813、MR527、MR536

T3、T5、T7、
T113、T527、T536

TV303

V3、V316、
V526、V533、V536、V553、
V851S、V853

B300、D1、B810

主要应用领域

平板电脑、
教育平板、
安卓笔电、
电子相册、
支付设备、
游戏机、
电子书等

多媒体播放器、
车载仪表、
人机交互HMI、
视频机等

智能机顶盒、
智能投影、
商业显示、
云解码、
开源开发板、
多屏互动等

智能音箱、
智能家电、
扫地机器人、
3D打印机、
AI玩具、
词典笔等

智能座舱、
辅助驾驶、
智慧工业、
行业智能、
智能电网等

智能电视、
商业显示

网络摄像头、
安防摄像机、
低功耗电池门铃、
多目枪球摄像头、
智能门锁、
智能猫眼、
行车记录仪、
运动相机、
扫描笔/词典笔、
AI智能硬件等

电子书、
视频一体机、
开发板等

应用示例

平板电脑：Aura、Multilazer、Acer等；
智能教育：台电教育平板、小霸王

教育平板、作业帮 AI 智能辅导机、希
沃随身听力机、百词斩英语扫学机等；

智慧零售：一敏收银设备；

汽车电子：JVC＆Kenwood后装车机、
盯盯拍车载智慧屏、爱玛电动车仪表、
小牛两轮车仪表盘；

人机交互模块（HMI）：贝斯特电
梯面板 HMI、富士康产检设备 HMI、
公牛智能开关面板、芯烨热敏标签打
印机、Insta360 GO3拇指相机；

智能机顶盒：腾讯-创维极光、天猫魔
盒、longTV等智能机顶盒；

智能投影：创维、飞利浦、微米等
智能投影；

智能办公：绿联办公投屏、创维小
湃拍拍4K高清投屏器等；

开 源 开 发 板 ：Orangepi、Nanopi
等；

扫地机器人：石头、云鲸、小米、追觅、
美的、海尔等品牌；

智能家电：美的、海尔、小米等品
牌的家电智能模块；

智能音箱：天猫精灵、小米、小度
等品牌；

智能家居：绿米、欧瑞博等家居智
能控制面板；

智能办公：创想三维 3D 打印机、
小米喷墨打印机等；

智能教育：辞海词典笔、优学派词
典笔、作业帮词典笔、作业帮智能书桌
等；

机器人：小米 CyberDog 仿生机
器人、汤姆猫AI语音情感陪伴机器人
等；

汽车电子：吉利领克全景系统、红旗全
景系统、五菱中控车机、润光智行舱泊
一体方案等；

电力设备：南瑞继保电力二次保
护设备、国网电力集中器/能源控制
器、南网电力网关；

智能工业：汇川工业HMI、汇川工
业PLC、西门子工业HMI、昆仑通态工
业HMI、三旺工业网关等；

工业开发板：米尔、创龙、飞凌等
工业开发板；

视源电视板卡；

IPC：创维小湃、普维、EKEN等IPC；
汽车电子：PAPAGO 智能行车记

录仪、捷渡车载智慧屏、共享电单车AI
识别摄像头；

智慧门禁；EKEN低功耗门铃、得
力智能考勤机等；

智能教育：喵宝智能学习打印机、
噜咔博士AI拍学机；

电子阅读器：小米多看电纸书、Risc-V
开发板等；

智 能 电
源 管 理
芯片

无 线 通
信产品

信 号 链
芯片

AXP系列

XR系列

AC系列

AXP2101、AXP2601、
AXP313、AXP323、AXP517、
AXP707、AXP717、
AXP858(车规级)、AXP8191(车规级)

XR819、XR829、
XR872、XR875

AC107、AC108、
AC101

电源管理、
充放电管理、
电量计量等、
及主控芯片配套

无线数传、
智能家居、
智能早教机、
AI陪伴机器人、
AI早教机、
低功耗智能门铃、
无线图传

语音采集、识别、处理、播
放等产品

-

智能教育：小谷智慧点读笔、小谷学习
闹钟、作业帮智能文具盒等；

智能门禁：TP-Link 无线智能可
视门铃、360低功耗门铃、Anker低功耗
门铃等；

智能音箱、可穿戴设备等。

5.新技术的发展情况和未来趋势
（1）人工智能技术的快速发展
人工智能，一般而言是对人的意识和思维过程的模拟，但随着技术的发展，目前已逐渐超

出类人的概念，例如把对结构的认知抽象、识别和匹配成各种模式的机器思维，利用机器学习
和数据分析方法，补充和增强人类的思维能力。AI作为一个重要的生产力工具，通过与各行
各业深度结合，推动产业升级。目前在自动驾驶、智能家居、安防监控、医疗设备、机器人技
术、智慧教育等行业中，人工智能的技术创新和应用落地已成为行业智能化的重要推手。

随着用户对响应速度、使用成本和安全隐私及个性化的需求增强，通过端侧算力的性能
增强和大模型算法的裁剪优化，大模型相关应用正在迅速往端侧迁移并进行适配，形成云、
边、端的多层次应用架构。以AI手机和AI PC为代表的端侧产品形态，目前已催生了众多新
兴的硬件产品和多样化的软件应用。随着相关技术的迭代创新，端侧AI的发展将覆盖从行业
设备到消费电子产品的各类形态中，这为硬件、芯片和软件解决方案带来了新的需求和技术
革新的挑战。

近一年来，以GPT为代表的人工智能技术领域经历了诸多深刻变革，同时国内相关领域
也呈现出蓬勃发展的态势。GPT系列的持续迭代，如GPT-4 Turbo和GPT-4o的推出，进一步
提升了模型性能。国内模型如豆包、QWen（通义千问）等也迅速崛起。Qwen在中文处理和多
模态能力上表现出色。而相关模型凭借其深度搜索与知识整合能力，在专业领域展现出强大
的竞争力，其开源策略和技术创新推动了更多企业和研究机构探索低成本、高效率的AI解决
方案。

对于端侧AI的产品落地，必须具备三个要素：算力、算法、数据。近年来的AI蓬勃发展，
主要是得益于大数据的累积以及AI专用算力的大幅增强。过去10年，AI领域的主要算力载
体是国外芯片厂商提供的GPU设备，广泛应用于与AI相关的云端产品。端侧AI算力载体已
从CPU、GPU、DSP演变至ASIC实现的NPU，推动了语音识别、人脸识别、图文识别、目标检测、
超分辨率、ADAS(高级驾驶辅助系统)等深度学习技术的广泛应用。随着端侧AI和大模型的
落地需求迅速增长，这为端侧硬件的处理器在高性能计算、异构算力协同和功耗管理等方面
提出了更高的要求和新的挑战。从算法层面看，Transformer神经网络结构已逐渐成主流，众
多大模型算法正向端侧算力迁移并落地，相关开源模型的出现，显著降低了AI应用的硬件门
槛，为端侧产品的开发和应用提供了强大的支持，同时也推动了整个AI行业的技术进步和生
态建设。

（2）高性能计算需求提升
对于端侧AI的落地需求，对SoC芯片高性能计算提出了新的提升需求，主要体现在以下

方面：
通用算力和专用算力的持续升级：随着端侧产品功能的整合和集成度的提高，以及用户

需求的持续增加，对 SoC芯片所提供的CPU和GPU等传统通用算力，以及NPU等AI专用算
力，提出了升级的需求，从而加快了端侧芯片向更加先进的工艺迭代。

异构协同的架构挑战：端侧SoC芯片的计算单元通常包括CPU、GPU、NPU、VPU和DSP等
加速单元，在不同的应用场景下，需要这些计算单元实现协同计算和数据共享，对于SoC的整
体系统架构提出了新的挑战；另外还需要在系统设计上匹配多通道、大容量以及高带宽的存
储资源和系统总线，才足以支撑不断增长的计算性能和更优秀的运行表现。

能耗的有效管理与控制：无论是云端训练还是端侧推理，所需要计算规模和系统数量都
是空前的，对能源的消耗也在快速增长之中，从而对能源的生产、传输和应用领域产生了深远
的影响，同时对配套能源的控制、管理以及能源效率的发挥都提出了更高的要求和挑战，也促
生了更多的市场机会。

（3）工业控制智能化
在全球制造业加速转型升级的浪潮中，工业控制智能化已成为推动工业发展的核心动

力。智能制造是建设制造强国的战略方向，其发展水平直接关系到我国制造业的质量与未来
在全球的地位。

随着国内制造业向高端化、智能化和绿色化转型，以及数字化、网络化的发展趋势，当前
转型呈现以下特征：

人机协同模式：人机协同成为工业生产新模式，随着工业机器人能力显著提升，应用领域
更为广泛，通过强化与人类协作可实现降本增效。

AI技术融合：生成式AI深度融入工业各环节，实现自动生成、模拟、优化等功能。AR/
VR+数字孪生助力全球协同设计、远程运维和培训，如远程指导维修、VR调试产线。

深度集成系统：这些趋势对智慧工厂、行业智能化、智能设备和工业软件系统提出了新的
要求。在技术领域，人工智能、5G、大数据、边缘计算、实时系统等都面临着新的需求，而在产
品形态上，正逐步向深度集成和融合的系统化方向发展。

硬件算力升级：随着工业领域系统复杂度和智能化程度的提升，对硬件算力提出了更高
要求，包括多核高性能的CPU，异构实时多系统，和PCIe、CAN和千兆以太网等工业级高速连
接接口。组网能力上，通过将AI技术融入应用，也对NPU等专用AI算力提出了更高的需求。

（4）汽车智能化
随着国内汽车产业蓬勃发展，为了推动汽车智能化技术本土化发展的目标，国家陆续出

台了相关政策支持本土企业研发芯片、操作系统等核心技术，并通过制定国产化技术标准，引
导产业链国产化，降低对外依赖，提升产业安全性与竞争力。同时，汽车行业智能化、电动化、
网联化快速发展，整车电子电气架构也从传统分布式升级为集中式域控制器架构，这一变革
对车规级 SoC 性能提出更高要求，推动车规级 SoC 在智能驾驶、智能座舱、抬头显示系统
（HUD）、车路协同（V2X）领域广泛应用。

根据罗兰贝格预计，2030年全球智能座舱在乘用车的渗透率最终将达到87%左右，而中
国市场将达到90%左右。

随着技术的进步，座舱平台正在向基础智能座舱、集成多域功能的座舱、以及舱泊/舱行
泊/舱驾一体的中央计算平台等方向发展，智能座舱平台的持续发展对算力提出了更高的要
求。

除了传统的中控大屏，抬头显示系统（HUD）正加速普及，它能将重要的驾驶信息直接投
射到驾驶员前方的挡风玻璃上，提高驾驶的安全性和便利性。此外，车内的多屏互动、智能语
音助手、沉浸式音频系统等也日益丰富，为乘客提供更加舒适和个性化的驾乘体验。

在软件系统方面，在娱乐、交互、个性化和信息安全功能等方面的需求正促进其持续迭
代。随着 4K/8K高清显示和 3D沉浸式体验等技术的普及，座舱的智能化水平和用户体验将
得到显著提升。在交互方式上，通过支持语音、手势和触控等多种方式，为用户提供更便捷的
操作体验。在场景应用上，通过感知用户的驾驶状态和需求，能够自动调整座舱内的环境、娱
乐和导航等功能，从而为用户提供更加个性化的驾驶体验。在这个演进过程中，软件系统的
可靠性以及对用户数据隐私保护的安全性也变得尤为重要，提出了更高的要求。

除座舱智能化外，车路协同技术也在同步推进,车路协同（V2X）技术作为实现智能交通的
关键，正迎来快速发展期。通过车辆与车辆（V2V）、车辆与基础设施（V2I）、车辆与人（V2P）之
间的信息交互，能够实现交通流量优化、事故预警、智能停车等功能。未来，随着5G等通信技
术的普及，车路协同的应用场景将更加广泛，进一步提升交通效率和安全性。

基于上述趋势，OEM主机厂和Tier1供应商正在积极布局这些新兴技术路径，以满足不同
车型和市场需求。随着制程工艺的提升，SoC芯片等硬件的性能也不断增强，为智能座舱提供
了强大的算力支持，同时，集成了更多功能模块和传感器的 SoC芯片也将进一步增强智能座
舱的集成度和性能。

（四）报告期内经营情况
报告期内，公司坚持在新技术、新芯片、新应用上持续高强度的投入，通过高效、高质量的

产品研发平台转化为具体的芯片产品与平台解决方案，不断在智能汽车电子、工业控制、消费
电子等领域积极拓展，实现了公司业绩大幅增长。报告期内，公司实现营业收入228,790.88万
元，比上年同期增长 36.76%，归属上市公司股东的净利润 16,674.58万元，比上年同期增长
626.15%。

1.用技术创新提升产品竞争力
（1）持续打造高性能通用异构计算平台
随着人工智能技术的快速发展，各类终端对高算力、异构算力、高能效的需求日益增长，

公司积极打造序列化的通用异构计算平台，以推动各领域的全面智能化。
在异构算力上，公司通过持续优化总线、调度算法和操作系统，实现了CPU、GPU、NPU、

DSP和RISC-V协处理器复杂异构芯片的量产。通过各种算力组合，公司在A及T系列产品上
完成了八核A55、八核A73+A53、八核A76+A55等不同算力档位的产品布局，同时通过NPU实
现端侧算力覆盖，并开始研究更高算力平台以满足不同计算要求的产品需求，以满足各应用
中文本、语音、及图像等端侧数据的处理需求；在音频前后处理方面，公司产品通过HiFi4、
HiFi5等DSP算力补充，满足了音频处理应用的需求。

在产品应用上，八核A55平台芯片A527在商业显示、收银设备、智能车载、智能平板等领
域，已实现大规模量产，同时，应客户升级需求，八核A73+A53的平台芯片A537顺利发布，并
实现了首批平板客户的量产。而采用12nm工艺的高端八核A76+A55平台芯片A733系列，在
报告期内，完成流片至客户量产全流程，各项指标符合行业标准和行业预期，未来将进一步推
广至更广阔的智能终端应用中，承接更高算力应用的需求。

在工艺实现上，公司在不断升级优化22nm工艺平台的同时，成功量产了12nm芯片，性能
表现优异，同时在 12nm工艺平台上，完成了LPDDR5、PCIe3.0、USB3.0、UFS3.0等高速模拟接
口的量产落地，未来将持续扩大先进工艺平台的芯片研发，探索更先进制程的 IP和设计技术，
并拓展新的应用领域。

截止目前，公司在通用计算平台领域已形成A1系列、A3系列、A5系列、A7系列的产品矩
阵，未来将围绕产品性能提升及应用领域拓展，探索包括AI端侧落地等场景机会。

（2）完善AI算法及应用落地
随着人工智能算法的逐步成熟，为各类传统智能终端带来了新的发展机遇。公司围绕视

觉、语音、行车、人机交互等典型场景，通过自研和生态伙伴合作的方式，积极储备和适配各类
AI算法，并探索AI算法在各细分领域的应用落地，通过推动硬件、软件和算法升级，持续改善
场景体验，推动各领域的进步和创新。

在视觉类应用场景下，公司成功研发了全新一代AI-ISP降噪算法，并通过深度优化的系
统部署策略，仅消耗V851系列芯片1T NPU算力，便可实现AI图像降噪功能的高效运行。在
相同信噪比情况下，新一代AI-ISP实现2~4倍感光度提升，极大地提升了低照度情况下的画
质体验，同时搭配了人脸检测、人形侦测、人脸识别、人形追踪、车辆检测、包裹检测、宠物检测
等检测类和识别算法应用，在 IPC、智能门铃门锁、夜视仪等多种产品形态量产落地。此外，公
司积极探索机会，在A733、T536、MR536等多个芯片型号上推动AI降噪、检测及识别算法的落
地应用，覆盖视频通话、车载摄像头、机器人视觉输入、工业检测、拍照等多个场景，通过一系
列技术突破，不仅提升摄像头的成像清晰度，还实现了摄像头场景的智能化，并将算力消耗有
效控制在2~3T范围内。

在网络视觉类应用场景下，针对网络传输的低码率需求，在H.264/H.265编码器上采用了
AI智能编码技术，在复杂场景下可取得大于 10%的码率下降，在室内典型场景可取得大于
20%的码率下降，有效降低网络传输和云端存储的成本，提升了 IPC、智能门锁等应用方案的
竞争力。

在超清显示应用场景下，为了提升显示画质观看体验，基于T527云PC方案和A733平板
方案，研发了新一代AI超分辨率（AI-SR）算法，针对海量互联网低分辨率视频显示效果不佳
的痛点，通过NPU+ASIC并行加速的方式，用较低NPU算力即可实现2~4倍AI超分效果，将低
分辨率视频最大提升至4K分辨率，对比传统放大算法显示提升了画质细节和清晰度，并能对
视频网站、视频APP、本地播放器实现全兼容播放，大幅提升了用户体验。

同时，公司自研的一系列AI人机交互类应用算法成功应用于A733系列泛平板产品，做到
实时性的人脸解锁、人脸美颜、手势识别、手势控制、OCR识别、笑脸拍照、坐姿检测等一系列
AI应用。

（3）升级核心技术完善细分领域产品系列
在通用计算平台基础上，公司围绕细分领域客户的痛点，利用公司统一的高效、高质的技

术和产品研发平台，为各细分应用领域持续升级核心技术和完善各细分领域的产品系列。
在智能平台领域，公司完成新一代智能平台芯片A537的流片和验证。A537采用八核

A73+A53架构，在A527的基础上针对智能平板、电子阅读器以及智能显示产品产经专门优
化，有效控制成本的同时大幅提升了芯片性能和能效表现，与A133、A523、A537以及A733实
现了平板产品从低端到高端的全面覆盖。

在机器人和工业控制领域，公司推发布了机器人专用芯片MR536和智能工业控制芯片
T536。MR536相对过往产品MR133和MR813进一步强化摄像头、线激光传感器、ToF传感器
等的融合感知能力，集成了 3T NPU并支持Transformer模型架构和算子，又进一步提升认知
力，深度定制实时控制架构和丰富接口，为控制力带来更多的延展性，该芯片发布半年就获得
规模量产，架构和方案已成熟稳定，完善了机器人芯片的布局。面向工业的智能工业处理器
T536，采用高性能异构多核处理器架构（AMP），实现了应用处理器四核 A55、实时处理器
RISC-V和2T NPU AI处理器的混合架构，支持ECC全通路数据校验及纠错方案，自研高速并
口总线LOCALBUS并支持多路摄像头、各类传感器输入和各类工业控制接口，提供完整、易用
的工业和机器人配套解决方案，支撑工业场景的感知力、认知力、控制力的升级。随着机器人
和工业控制模块的进一步分工，在算力需求上，逐步演化成“大脑”和“小脑”，“大脑”相当于指
挥中心，负责思考和决策，“小脑”则负责控制身体各个部位的运动，让机器人动起来更协调、
更精准。公司为进一步强化人机交互和肢端控制，正在研发新一代运动控制芯片产品，并将
在2025年对外发布和量产。

在智慧视觉领域，公司发布了新一代低功耗无线全集成安防芯片V821。V821面向3M分
辨率的普惠型 IPC产品，填补了5M以下档位的空白，与V837S和V851S一起实现1~5M产品的
全面覆盖。V821进一步优化 ISP和视频编码器，提升了图像的画质表现，并首次在安防产品
上集成自研Wi-Fi技术，大幅降低了客户产品集成的成本与难度；结合一芯多目和低功耗的
特性，提升了安防产品解决方案的竞争力并完善了安防产品矩阵。另外，公司正在进行针对
6M和4K档位的产品的研发，大力推动新一代 ISP技术、新一代编码器、自研大算力NPU以及
无线和电源技术的融合，在安防和影像市场持续布局芯片产品，并协同客户不断推出市场有
竞争力的解决方案。

在智能解码显示领域，公司快速推出第二代智能投影H723系列芯片和面向超微型投影
的H135系列芯片。公司第一代智能投影芯片H713系列一经推出就获得下游客户大规模量
产；第二代投影芯片H723进一步发挥了公司自研多媒体 IP的优势，再配合定制的硬件梯形矫
正引擎，能为客户带来最佳的观影体验。同时，公司新一代智能电视芯片TV323成功流片。
未来公司将积极探索AI多媒体及显示技术，研发AI型智能解码及显示产品。

（4）SoC周边芯片配套，提升方案竞争力
随着公司产品下游应用领域的不断扩展，相关应用场景对公司套片产品包中配套芯片的

需求不断提升，公司持续投入研发资源，推出相关产品。
在充电设备领域，公司针对日益增长的快充应用场景，整合相关快充技术，为满足充电设

备长时待机的需求，进一步推出了超低功耗电量计芯片AXP2602，将充电设备的关机功耗控
制在微安级。同时，研发了支持PD3.0的快充芯片AXP517，为终端产品的快充场景提供更好
体验和兼容性。

在智能汽车电子领域，随着公司新一代车规级芯片的推出，为满足相关主控的配套需求，
利用自身不断提升的车规设计和质量体系，推出了高可靠性和稳定性的车规级电源管理芯片
AXP8191。

2.深耕应用市场，完善产业布局
报告期内，公司在主要应用市场业务开展情况如下：
（1）机器人与工业控制
随着人工智能技术的持续发展，人工智能技术也在助力推动工业智能化升级和机器人智

能化升级，而感知力、认知力、控制力升级成为未来产品发展的主要方向。
在机器人领域，公司先推动高端八核AI机器人芯片MR527在下游客户的普及，持续和多

家客户开发了多款具备融合感知、高精度地图定位、精准避障、混合清洁力的高端扫地机器
人，在市场均获得了良好口碑。同时，向市场发布了AI机器人芯片MR536，在扎实的客户基
础上，通过高效的联合开发平台，联动客户实现快速量产，并实现双十一市场销售。截止目
前，公司的序列化机器人芯片在扫地机器人、割草机器人、物流机器人、服务机器人、玩具机器
人等多个领域实现应用落地，未来将进一步开拓四足机器人、人形机器人等产品的应用落地。

在工业控制领域，公司积极推进T536在行业头部客户的推广，相关产品形态包括电力设
备、PLC、工业网关、3D打印机、工业HMI、工业边缘计算等。T536支持多路摄像头和传感器输
入，支持Transformer模型的NPU，并内置实时控制处理器，在融合高性能异构多核处理器架构
下（AMP），进一步支撑工业场景的感知力、认知力、控制力升级，再配以高可靠性和系统安全
技术，将推动工业控制进一步提升智能化水平。

同时公司为积极拓展机器人和工业生态，在2024年国际工业博览会，联合数十家优秀的
方案商和20多家头部品牌客户，展出了超过百件产品，向生态客户群传递公司在机器人和工
业领域的实力，以及持续投入的决心。

（2）发挥算力及性价比，布局车载驾舱
智能汽车电子市场，全车智能化成为各大汽车公司发展的主要方向，相关智能模块快速

普及。报告期内，搭载公司芯片的AR-HUD和智能激光大灯模块已在国内头部车企大规模量
产，助力车载芯片的国产化进程。公司推出了基于车规级八核异构通用计算平台T527V的产
品方案并通过AEC-Q100车规认证，当前产品已在车载后装市场量产，并已与前装定点客户
试产。同时，公司发布了面向普惠车型的座舱芯片T736，已向下游头部客户推广。截止目前，
通过积极和国内头部车企研发，积累了智能座舱、全数字仪表、AR-HUD、智能激光大灯、智能
辅助预警等多种智能模块解决方案。随着大模型技术的逐步成熟，未来公司将积极探索大模
型在车载智能化应用的机会，并投入研发相关技术和产品，把握全车智能化的产业机遇，为全
车智能化的进程助力。

（3）围绕平台芯片，深耕平板及行业应用
通用智能终端市场，安卓生态的持续演进牵引了智能终端的发展，随着AI技术的成熟，也

在推动智能终端向“+AI”方向不断进步和创新。报告期内，公司新一代智能终端芯片A733，
已在客户端实现量产落地。高性能八核架构计算平台A523/A527系列产品在下游应用市场
实现大规模量产后，公司推出后继产品A537，目前已与客户进入方案开发阶段，将在2025年
量产。同时公司自主研发的人脸解锁、美颜相机、人像虚化、手势拍照、笑脸抓拍等“+AI”算法
被大规模应用，并获得海内外众多终端平板品牌的认可和青睐，奠定了公司“+AI”商业落地的
基础。

针对行业智能终端普遍存在开发周期长、对产品包稳定性要求高的特点，为降低客户研
发成本、缩短上市时间，公司在智能平板产品包成熟稳定量产的基础上，完成了A523/A527系

列在ARM PC、移动屏、收银设备、商业显示等智能终端产品的方案交付，通过A523/A527的
持续拓展，也构建了一套高效能的行业智能终端应用的研发和服务平台，该平台将持续助力
A537和A733在行业智能终端的客户端快速落地。

（4）解码与家庭娱乐
智能投影市场，随着单片LCD投影光机技术逐步成熟，流明度持续提升，进一步缩小了同

价位电视产品体验差距，同时其便携的优点，在卧室、租房、酒店、出行等场景受广大消费者喜
爱，推动市场持续增长。公司基于智慧屏芯片H713系列，针对单片LCD光机特点进行深度优
化和调校，配合客户共同提升了智能投影产品的画质体验，相关产品的高品质、普惠价格的特
点，获得终端消费者高度认可，公司成为智能投影的主流SoC供应商。在报告期内，公司快速
迭代发布了第二代智能投影H723系列芯片及超微型投影H135系列芯片，均已进入客户方案
开发阶段，将在2025年陆续量产落地，进一步完善公司在投影市场的产品布局。

智能电视市场，公司智能电视芯片TV303，完成了芯片、硬件和软件的客户验证，并实现
了量产出货。报告期内，公司在第一代芯片的基础上，进一步提升性能和画质，迭代了第二代
智能电视芯片TV323。

（5）智慧视觉与安防应用
智慧视觉与安防市场，公司围绕“看得清，看的远，看得懂”的场景痛点，持续优化技术和

解决方案。“多目”能大幅改善 IPC的场景体验，公司推出包含“一芯双目”、“一芯三目”、“一芯
四目”在内的“一芯多目”系列解决方案。

报告期内，公司将AI-ISP和AOV（Alway On Video）在V851系列产品上落地，提升视觉产
品夜视降噪效果和感光度，实现智慧视觉产品的黑光全彩功能，并推动电池 IPC、智能门锁、智
能行车等低功耗视觉场景的量产普及，实现产品销量快速增长。同时，公司发布了全集成、低
功耗无线视觉芯片V821，一方面推动快速在既有的 IPC、智能门锁、智能行车应用中量产落
地，另一方面积极探索各类大模型新应用。其支持无线连接、低功耗、低内存、高集成度的特
性，成为连接云端大模型高性价比的载体，公司在积极联合云端合作伙伴，在V821中集成云
端大模型SDK，已打通端侧到云端大模型引擎的通路，同时跟下游客户开发大模型在智能教
育、家庭陪伴、个人助理、AI眼镜等场景的应用，相关产品将在2025年陆续推出市场。

3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

单位：元

总资产

归属于上市公司股东的
净资产

营业收入

归属于上市公司股东的
净利润

归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润

经营活动产生的现金流
量净额

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率

2024年末

3,545,279,812.83

2,993,018,533.79

2024年

2,287,908,816.30

166,745,799.11

115,844,231.42

196,372,629.14

0.26

0.26

5.63%

2023年末

3,532,312,526.95

2,962,908,198.69

2023年

1,672,993,031.36

22,962,876.70

7,069,171.73

188,348,768.65

0.04

0.04

0.78%

本年末比上年末增减

0.37%

1.02%

本年比上年增减

36.76%

626.15%

1,538.72%

4.26%

550.00%

550.00%

4.85%

2022年末

3,560,405,409.75

2,957,599,260.94

2022年

1,514,132,177.25

210,978,402.25

109,316,492.85

-28,969,185.02

0.34

0.33

7.39%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

营业收入

归属于上市公司股东的
净利润

归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润

经营活动产生的现金流
量净额

第一季度

409,514,283.15

49,087,393.65

17,359,256.76

-5,351,756.98

第二季度

653,169,782.61

69,978,912.27

63,920,153.07

41,359,385.05

第三季度

622,622,074.48

31,925,018.76

27,718,270.62

11,620,966.21

第四季度

602,602,676.06

15,754,474.43

6,846,550.97

148,744,034.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重
大差异

□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普
通股股东总
数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

张建辉

丁然

侯丽荣

龚晖

蔡建宇

香港中央结
算有限公司

李龙生

国泰君安证
券股份有限
公司－国联
安中证全指
半导体产品
与设备交易
型开放式指
数证券投资
基金

PAN YA
LING

唐立华

上述股东关联关系或一致
行动的说明

113,041

股东性质

境内自然人

境内自然人

境内自然人

境内自然人

境内自然人

境外法人

境内自然人

其他

境外自然人

境内自然人

年度报告
披露日前
一个月末
普通股股
东总数

持股比例

8.70%

7.84%

7.63%

6.37%

3.98%

2.15%

1.36%

0.79%

0.77%

0.73%

前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。

142,771

持股数量

55,095,389.00

49,654,879.00

48,340,870.00

40,323,170.00

25,233,970.00

13,621,197.00

8,644,871.00

4,977,213.00

4,894,439.00

4,618,000.00

报告期末表
决权恢复的
优先股股东
总数

0

持有有限售条件的股份
数量

41,321,542.00

37,241,159.00

36,255,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度报告披露日前一
个月末表决权恢复的
优先股股东总数

质押、标记或冻结情况

股份状态

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

0

持有特别
表决权股
份的股东
总 数（如
有）

数量

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情
况

√适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全
称）

国泰君安证券
股 份 有 限 公
司－国联安中
证全指半导体
产品与设备交
易型开放式指
数证券投资基
金

期初普通账户、信用账户持
股

数量合计

7,138,945

占总股本的
比例

1.13%

期初转融通出借股份且尚
未归还

数量合计

365,300

占 总 股 本 的
比例

0.06%

期末普通账户、信用账户持股

数量合计

4,977,213

占总股本的
比例

0.79%

期末转融通出借股份且
尚未归还

数量合计

0

占 总 股 本 的
比例

0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
不适用
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见《2024年年度报

告》。
珠海全志科技股份有限公司

法定代表人：张建辉
2025年3月27日

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-003

珠海全志科技股份有限公司
2024年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司《2024年年度报告》全文于2025年3月28日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。
珠海全志科技股份有限公司

董事会
2025年3月28日

B236信息披露 Disclosure2025年3月28日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-04

福建闽东电力股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议召开的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2025年3月26
日在公司十五层会议室召开。

2.监事出席会议的情况

会议应到监事5名，实到监事5名，名单如下：

陈静、张娜、郑希富、张惠珍、钟娟。

会议由公司监事陈静女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举陈静女士为公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举陈静女士为公司第九届监事会主席。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司监事会

2025年3月26日

附件：陈静女士个人情况介绍

陈静，女，民建会员，大学，1974年7月出生。曾任宁德市蕉城区华贸公司员工，宁德市国

有资产投资经营有限公司财务部员工、副经理，宁德市国有资产投资经营有限公司监察审计

室副主任、主任，宁德市交通投资集团有限公司总经理助理兼计划财务部经理，宁德市国有资

产投资经营有限公司财务总监等职务。现任宁德市国有资产投资经营有限公司董事、副总经

理、财务总监。其未持有本公司股份，除任公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司

董事、副总经理、财务总监外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法

律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025董-04

福建闽东电力股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2025年3月21日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年3月

26日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

经与会董事共同推举，会议由董事黄建恩先生主持，公司监事会监事、董事会秘书及其他

高级管理人员，列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举黄建恩先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举黄建恩先生为公司第九届董事会董事长，并为公司法定代表人，聘期与

第九届董事会任期一致，薪酬按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的标准执行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

2、审议《关于续聘许光汀先生为公司总经理的议案》；

董事会同意续聘许光汀先生为公司总经理，聘期与第九届董事会任期一致，薪酬按照《董

事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的标准执行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

3、审议《关于续聘陈胜先生为公司董事会秘书的议案》；

董事会同意续聘陈胜先生为公司董事会秘书，聘期与第九届董事会任期一致，薪酬按照

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的标准执行。陈胜先生联系方式如下：

联系电话：0593-2768888
传真号码：0593-2098993
电子邮箱：mepcs@126.com
通信地址：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

4、审议《关于续聘林泰煜先生为公司副总经理的议案》；

董事会同意续聘林泰煜先生为公司副总经理，聘期与第九届董事会任期一致，薪酬按照

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的标准执行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

5、审议《关于续聘陈栋才先生为公司副总经理的议案》；

董事会同意续聘陈栋才先生为公司副总经理，聘期与第九届董事会任期一致，薪酬按照

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的标准执行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

6、审议《关于续聘陈琦先生为公司财务总监的议案》；

董事会同意续聘陈琦先生为公司财务总监，聘期与第九届董事会任期一致，薪酬按照《董

事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的标准执行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

7、审议《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会同意选举下列董事担任公司第九

届董事会专门委员会成员，名单如下：

董事会战略委员会成员名单

主任委员：黄建恩

委员：黄建恩、许光汀、王静、陈强、温步瀛

董事会审计委员会成员名单

主任委员：陈兆迎

委员：陈兆迎、王静、陈强、温步瀛、邹雄

董事会提名委员会成员名单

主任委员：邹雄

委员：邹雄、黄建恩、黄山草、温步瀛、陈兆迎

董事会薪酬与考核委员会成员名单

主任委员：温步瀛

委员：温步瀛、陈胜、王静、邹雄、陈兆迎

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2025年3月26日

附件：

黄建恩，男，中共党员，1979年7月出生，在职大学学历，农业推广硕士。曾任福建省霞浦

县松港街道党工委副书记、组织委员，霞浦团县委书记，霞浦县委组织员（正科级），霞浦县柏

洋乡党委书记，福建省寿宁县政府副县长，福建省柘荣县委常委、政府副县长，宁德市城建集

团有限公司党委书记、董事、董事长。现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、董事、董

事长。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法

规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

许光汀，男，中共党员，1977年3月出生，大学本科，工学、管理学学士。曾任宁德市人民

政府办公室秘书科副科长，宁德市文化广电新闻出版局文化产业科科长，东侨经济开发区管

理委员会办公室主任，东侨经济技术开发区招商局局长，福建闽东电力股份有限公司党委委

员、副总经理，现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理。其未持有本公司

股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存

在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及

《公司章程》的有关规定。

陈胜，男，中共党员，1969年2月出生，大学本科学历。曾任福建闽东电力股份有限公司

董事会办公室主任、证券事务代表、证券投资部经理，福州闽东大酒店有限公司董事、董事长、

总经理，水电事业部总经理，福安发电分公司经理，闽东水电站站长，福建穆阳溪水电开发有

限公司执行董事、总经理，福建福安市黄兰溪水力发电有限公司执行董事、总经理，福安市国

电福成水电有限公司董事、董事长、总经理。现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、董

事、董事会秘书，兼任霞浦闽东海上风电有限公司董事、副董事长，宁德闽投海上风电有限公

司董事。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈胜先生已经取得深圳

证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所

及《公司章程》的有关规定。

林泰煜，男，汉族，中共党员，1970年12月出生，中央党校大学学历。曾任宁德市电力建

设总公司桥头水库管理处副主任、大泽溪电站副站长，福建闽东电力股份有限公司党委办公

室综合科科长，福建闽东电力股份有限公司人力资源部副经理、经理、党务工作部主任，福建

闽东电力股份有限公司屏南发电分公司经理，福建闽东电力股份有限公司工会副主席、人力

资源部经理。现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、副总经理，兼任厦门船舶重工股份

有限公司董事、副董事长，宁德市旅发集团有限公司董事。其未持有本公司股份，未与持有公

司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存

在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关

规定。

陈栋才，男，汉族，中共党员，1976年10月出生，省委党校研究生学历，高级工程师。曾任

宁德发电分公司大泽溪水电站副站长，福建闽东电力股份有限公司生产管理部安监科副科

长，福建穆阳溪水电开发有限公司副经理，福建闽东电力股份有限公司寿宁发电分公司经理，

福建闽东电力股份有限公司办公室副主任、主任，航天闽箭新能源投资股份有限公司董事、董

事长、总经理，福建闽东电力股份有限公司风电事业部总经理。现任福建闽东电力股份有限

公司党委委员、副总经理。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级

管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职

资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陈琦，男，中共党员，1969年10月出生，本科，高级会计师。曾任宁德市汽车运输总公司

审计科、财务部干事，宁德市汽车运输集团公司财务部副主任、主任，宁德市交投置业房地产

开发有限公司董事、董事长，宁德市城建集团有限公司财务总监。现任福建闽东电力股份有

限公司财务总监，兼任宁德市旅发集团有限公司董事。其未持有本公司股份，未与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在

不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规

定。


